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KM3x – 基于ARM® Cortex®-M0+内核的计量MCU 
高达512 KB Flash and 64 KB SRAM 

1. KM 系列 
KM 计量 MCU 基于 ARM®Cortex™-M0+内核，成
功扩展了 NXP 的 MCU 产品线。KM 系列支持低成
本、高集成的解决方案，适用于具有高精度Σ-Δ 
ADC 计量前端的单相/双相/三相计量表。 

Kinetis KM 计量 MCU 可满足特定区域的需要，包
括针对北美和日本地区的零线断开或分相。提供完
整的计量软件（基于时间或滤波器）以及快速傅里
叶变换。这些器件具有较强的静电放电抗扰能力、
高精度 RTC，且温漂小于 5ppm。 

对于设计评估，我们提供具有完整软件库的标准塔
式系统开发板和区域参考设计。 

2. KM3x子系列 
KM3x MCU 系列在 Kinetis KM1x 系列的基础上增加
了一个段式 LCD 控制器。Kinetis KM3x MCU 系列
包含 KM33 系列和 KM34 系列，这两个系列的主要
区别在于 24 位Σ-Δ 型号不同，以满足不同区域的计
量要求。 

 KM33 – 具有高达 50 MHz Cortex M0+内核、高
达 128 KB Flash 和 16 KB SRAM、3x 24 位Σ-Δ 
ADC 模块、16 位 SAR ADC，以及高精度内部
VREF。高达 100 引脚的封装，提供 36x8/ 40x4 
段式 LCD。 
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 KM34 – 具有高达 75 MHz Cortex M0+内核、高达 256 KB Flash 和 32 KB SRAM、4x 24 位Σ-
Δ ADC 模块、16 位 SAR ADC，以及高精度内部 VREF。高达 144 引脚的封装，提供 56x8/ 
58x6/ 60x4 段式 LCD。 

 KM35 – 具有高达 75 MHz Cortex M0+内核、高达 512 KB Flash 和 64 KB SRAM、4x 24 位Σ-
Δ ADC 模块、16 位 SAR ADC，以及高精度内部 VREF。高达 144 引脚的封装，提供 56x8/ 
58x6/ 60x4 段式 LCD。 

3. KM3x 系列主要特性 
 内核 

• ARM® Cortex®-M0+内核频率高达 75 MHz 

• 内存映射算术单元(MMAU) 

• 内存映射加密加速单元(MMCAU) 

 存储器 

• 128 KB 至 512 KB Flash 存储 

• 16 KB 至 64 KB SRAM 

 时钟 

• FLL 和 PLL 

• 4 MHz 内部参考时钟 

• 32 kHz 内部参考时钟 

• 1 kHz LPO 时钟 

• 32.768 kHz 晶振（位于 iRTC 电源域） 

• 1 MHz 至 32 MHz 晶振 

 低功耗特性 

• 13 种功耗模式，可根据应用要求提供最优功耗 

• 7.69 mA @ 75 MHz 运行电流 

• 低于 124.4 μA/MHz 的超低功耗运行电流 

• 6.05 μA 超底功耗停止电流 

• 低至 357 nA 的深度睡眠电流 

• VBAT 域电流< 1 μA（iRTC 运行） 

• 低功耗启动时峰值电流低于 2.33 mA 
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 系统外设 

• 存储器保护单元(MPU) 

• 4 通道 DMA 控制器 

• 看门狗和 EWM 

• 低漏电唤醒单元(LLWU) 

• SWD 调试接口和微跟踪缓冲器(MTB) 

• 位操作引擎(BME) 

• 内部外设交叉开关(XBAR) 

 模拟 

• 多达 4 个 AFE 通道（4 个带 PGA 的 24 位Σ-Δ ADC） 

• 16 通道 16 位 SAR ADC，带 4 个结果寄存器 

• 集成 6 位 DAC 和可编程基准输入的高速模拟比较器 

• 内部 1.2V 参考电压(10–15 ppm/ ℃) 

 通信接口 

• 16 位 SPI 模块 

• 低功耗 UART 模块 

• UART 模块，符合 ISO7816-3 

• 基础 UART 模块 

• I2C，符合 SMBus 协议 

 定时器 

• Quad Timer 

• 周期性中断定时器(PIT) 

• 低功耗定时器(LPTMR) 

• 可编程延时模块(PDB) 

• 看门狗定时器 

• 外部看门狗监控器(EWM) 

• 独立实时时钟(iRTC) 

 人机接口 

• 高达 4×60 (8×56, 6×58)段式 LCD 控制器，可运行于所有低功耗模式 
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• 通用输入/输出(GPIO) 

 安全性和完整性模块 

• 用于 AES 加密的内存映射密码加速单元(MMCAU) 

• 随机数生成器(RNGA)，符合 NIST：SP800-90 

• 循环冗余校验(PCRC) 

• 每个芯片具有 80 位唯一识别号 

 工作条件 

• 电压范围：1.71 至 3.6V（AFE 未伴随） 

• 电压范围：2.8 至 3.6V（AFE 伴随） 

• iRTC 电池供电范围：1.71 至 3.6V 

• 温度范围：–40 至 105 °C 

 封装 

• 144 引脚 LQFP 20×20 mm 0.5 mm 间距 

• 100 引脚 LQFP 14×14 mm 0.5 mm 间距 

4. KM3x系列特性汇总 
Table 1 KM3x系列特性汇总 

Sub-Family KM33 KM34Z128 KM34Z256 KM35Z256 KM35Z512 

CPU 频率 50MHz 50MHz 75MHz 75MHz 75MHz 

Memory-
mapped 

Arithmetic Unit 
(MMAU) 

- - 有 有 有 

Flash 存储器 64-128 KB 128 KB 256 KB 256 KB 512 KB 

SRAM 16 KB 16 KB 32 KB 64 KB 64 KB 

 (MMCAU) - - 有 有 有 

外设间交叉输
入/输出 

5/5 - 9/9 9/9 9/9 - 11/11 9/9 - 11/11 9/9 - 11/11 

段式 LCD 20x8/22x6/ 24x4 
–
36x8/38x6/40x4 

36x8/38x6/ 40x4 36x8/38x6/ 40x4 
– 

56x8/58x6/60x4 

36x8/38x6/ 40x4 
– 

56x8/58x6/ 60x4 

36x8/38x6/ 40x4 
- 

56x8/58x6/ 60x4 
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模拟 24 位 ADC、16 
位 ADC 、
PGA、带 6 位
DAC 的 CMP、
VREF 

24 位 ADC、16 
位 ADC 、
PGA、带 6 位
DAC 的 CMP、
VREF 

24 位 ADC、16 
位 ADC 、
PGA、带 6 位
DAC 的 CMP、
VREF 

24 位 ADC、16 
位 ADC 、
PGA、带 6 位
DAC 的 CMP、
VREF 

24 位 ADC、16 
位 ADC 、
PGA、带 6 位
DAC 的 CMP、
VREF 

连接 UART 
(ISO7816)、

SPI、I2C 

UART 
(ISO7816)、

SPI、I2C 

UART 
(ISO7816)、

SPI、I2C 
LPUART 

UART 
(ISO7816)、

SPI、I2C 
LPUART 

UART 
(ISO7816)、

SPI、I2C 
LPUART 

封装 64LQFP, 
100LQFP 

100LQFP 100LQFP, 
144LQFP 

100LQFP, 
144LQFP 

100LQFP, 
144LQFP 

 

5. KM3x 系列结构框图 

 
Figure 1 KM3x 系列结构框图 

6. KM3x 系列通用特性 
所有 KM3x MCU 上均提供以下特性： 

• 2 引脚串行线调试(SWD)，微跟踪缓冲器(MTB) 
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• 4 通道 DMA 控制器 

• 集成式位操作引擎(BME) 

• 随机数生成器 

• 低频和高频 OSC 

• iRTC，具有 32KHz OSC、篡改检测和温度补偿 

• 4 通道 Quad Timer、2x PIT 和 1x LPTMR 

• 高速模拟比较器，内含一个 6 位 DAC，提供可编程基准输入 

• 具有 9 种功耗模式的电源管理控制器(PMC) 

• 不可屏蔽中断(NMI) 

• 软件和 COP 看门狗 

• 每个芯片具有 80 位唯一识别号 

• 电压范围：1.71 V 至 3.6 V 

• 温度范围(TA)：-40 oC 至 105 oC 

7. KM3x 系列差异 
Table 2 KM3x系列差异 

Subfamily KM33 KM34Z128 KM34Z256 KM35Z256 KM35Z512 

内
核

 频率 50MHz 50MHz 75MHz 75MHz 75MHz 

内存映射算术单元      

(MMAU) – – 支持 支持 支持 
      

Flash / SRAM 大小 64 KB/16 KB  - 128 KB/16 
KB 256 KB/32 KB 256 KB/64 KB 512 KB/64 KB 

 128 KB/16 KB     

通
信
接
口

 

      
LPUART – – 1 1 1 
UART 2 2 2 2 2 
UART w/ ISO7816 2 2 2 2 2 
SPI 2 2 2 3 3 
I2C 2 2 2 2 2 

模
拟
模
块

 24 位Σ-Δ ADC（PGA 数
量） 

     

3(2) 4(2) 4(4) 4(4) 4(4) 

16 位 ADC（通道数） 
     

1(7 - 12) 1(12) 1(12 - 16) 1(12 - 16) 1(12 - 16) 
CMP（带有 6 位 DAC） 2 2 3 3 3 
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O
th

er
 

      
外设间交叉输入/输出 5/5 - 9/9 9/9 9/9 - 11/11 9/9 - 11/11 9/9 - 11/11 
MMCAU – – 支持 支持 支持 
 20x8/ 22x6/ 

24x4 – 
 36x8/ 38x6/ 40x4 

- 
36x8/ 38x6/ 40x4 

- 36x8/ 38x6/ 40x4 - 

段式 LCD 36x8 /38x6 
/40x4 

36x8/ 38x6/ 
40x4 56x8/ 58x6/ 60x4 56x8/ 58x6/ 60x4 56x8/ 58x6/ 60x4 

总 GPIO 38/68 68 72/99 72/99 72/99 

封装 64LQFP, 
100LQFP 100LQFP 100LQFP, 

144LQFP 
100LQFP, 
144LQFP 

100LQFP, 
144LQFP 

8. 全面的支持解决方案 

8.1. 集成开发环境(IDE) 
• IAR Embedded Workbench® iar.com/kinetis  

• Arm Keil® Microcontroller Development Kit keil.com/nxp  

• NXP MCUXpresso nxp.com/mcuxpresso  

— 开源软件开发包 (SDK)  

— 易于使用，高度集成的开发环境 (IDE)  

— 含系统配置工具轻松实现对管脚，时钟的配置, 并提供 SDK builder 生成与开发板
匹配的 SDK 软件  

— 提供全面的 Arm 生态系统支持 

8.2. 开发硬件 
Freescale 塔式系统是一款针对 8 位、16 位和 32 位微控制器的模块化开发平台，通过快速原型设
计实现高级开发。塔式系统开发板平台集成多个开发板或模块，为设计人员提供从入门级到高级
微控制器开发的平台。 
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Figure 2 TWR-KM35Z75M 开发板正面 

 
Figure 3 TWR-KM35Z75M 开发板背面 

兼容塔式系统的微控制器模块 
• USB 接口，带 Mini-B USB 接头 
• 大型 160 段 LCD 显示屏 
• 板载调试电路：带虚拟串行端口的开源 JTAG/SWD (OpenSDA) 
• 3 轴加速度传感器/防篡改倾斜传感器(MMA8451Q) 
• 4 个由用户控制的 LED 
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• 两个用于 GPIO 中断的用户按钮开关 
一个用于篡改检测的用户按钮开关 
• 一个用于 MCU 复位的用户按钮开关 
• 电位计 
• 直接 GPIO 和 ADC 访问用的接头 
• 外部篡改引脚 
• 面向实时时钟(RTC)和篡改检测模块的独立电池供电电源 
• IRDA 支持 
• NTC 温度传感器 
• 通用塔式系统插件(TWRPI)插槽 

9. 器件标识 

9.1. 说明 
芯片器件编号包含识别具体器件的字段。您可以通过这些字段的值来判断收到的具体器件。 

9.2. 格式 
器件编号采用以下格式： Q KM## A FFF T PP CC (N) 

9.3. 字段 
下表列出了器件编号中每个字段的可能值。但是，并非所有组合形式都有效。 
Table 3 器件编号字段说明 

字段 说明 值 
Q 认证状态 M = 完全通过认证，正式进入市场 

P = 资格预审 
KM## KM系列 KM33 

KM34 
KM35 

A 主要属性 Z = Cortex-M0+ 
FFF Flash 存储器大小 64 = 64 KB 

128 = 128 KB 
256 = 256 KB 
512 = 512 KB 

R 芯片版 (Blank) = 主版本 
A = 主版本后的修订版本 

T 温度范围 C = =40°C – 85°C 
V = -40oC – 105oC 

 
 
 
 
  

PP 封装标识符 LH = 64LQFP (10mm × 10mm × 1.4mm, Pitch 0.5mm) 
LL = 100LQFP (14mm x 14mm × 1.7mm, Pitch 0.5mm) 
LQ = 144LQFP (20mm x 20mm x 1.6mm, Pitch 0.5mm) 
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CC 最大CPU 频率(MHz) 5 = 50 MHz 
7 = 75 MHz 

N 封装类型 R = 盘卷 
(Blank) = 盘式 

10. 可订购器件编号 
Table 4 订购信息 

产品 内核及频率  存储器  封装  模拟及 HMI   

    Flash SRAM 
(KB) 

  24 位Σ- 
Δ ADC 
（PGA 
数量） 

   

量产型号 频率 MMAU MMCAU (KB)  引脚数 封装  比较器 LCD 段 GPIOs 
MKM33Z64ACLH5 50MHz - - 64 16 64 LQFP 3(2) 2 20x8/22x6/24x

4 
38 

MKM33Z64ACLL5 50MHz - - 64 16 100 LQFP 3(2) 2 36x8/38x6/40x
4 

68 

MKM33Z128ACLH5 50MHz - - 128 16 64 LQFP 3(2) 2 20x8/22x6/24x
4 

38 

MKM33Z128ACLL5 50MHz - - 128 16 100 LQFP 3(2) 2 36x8/38x6/40x
4 

68 

MKM34Z128ACLL5 50MHz - - 128 16 100 LQFP 4(2) 2 36x8/38x6/40x
4 

68 

MKM34Z256VLL7 75MHz Yes Yes 256 32 100 LQFP 4(4) 3 36x8/ 38x6/ 
40x4 

72 

MKM34Z256VLQ7 75MHz Yes Yes 256 32 144 LQFP 4(4) 3 56x8/ 58x6/ 
60x4 

99 

MKM35Z512VLL7 75MHz Yes Yes 512 64 100 LQFP 4(4) 3 36x8/ 38x6/ 
40x4 

72 

MKM35Z512VLQ7 75MHz Yes Yes 512 64 144 LQFP 4(4) 3 56x8/ 58x6/ 
60x4 

99 

MKM35Z256VLL7 75MHz Yes Yes 256 64 100 LQFP 4(4) 3 36x8/ 38x6/ 
40x4 

72 

MKM35Z256VLQ7 75MHz Yes Yes 256 64 144 LQFP 4(4) 3 56x8/ 58x6/ 
60x4 

99 

11. 修订历史记录 
修订版本号 日期 重大变更 

0 06/2015 初始版本 
1 04/2020 增加KM35 
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